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La pr&eme invention conceme le domaine des dements portables tels 
que les etiquettes electroniques et les cartes sans contact, pourvues d'un module 
electronique comprenant un microcircuit integre. 

L'invention conceme aussi un procedi de fabrication de tek modules et 
de telles cartes et etiquettes electroniques. 

On connait deji des cartes sans contact, qui sont destinees a la 
realisation de div«ses operations, telles que par exemple, des t^nsactions 
bancaires ou telephoniques. Ces operations s'effecment grace 4 un couplage a 
distance entre le module electronique de la carte e. un appareil recepteur ou 
lecteur. Le couplage pent etre realise en mode lecture seule ou en mode 
lecture/ecriture. 

En ce qui conceme les cartes, il est a noter que I'invention ne conceme 
pas uniquemen, les cartes ayant un fonctionnement exclusivement sans contact. 
Elle conceme egalement des cartes mixtes ou hybrides, qui ont la possibdrte de 
,3 fonctionner selon les deux modes: sans contact et par contact. Ces cartes mrxtes 
sont destinees, par exemple. a des operations du type telebiUetique, dans 
lesquelles, apr^ avoir «i chargees en unitds de valeur (unites monetaires. un,tes 
de paiement de prestations diverses), elle sont debitees i distance d'un certau, 
„omb« de ces unitis de valeur lorsqu'elles passent au voisinage d'une borne de 
30 lectare: ce type de debit suppose un fonctionnement sans contact. S> necessaire, 
ces cartes sont rechargies dans un distributeur adaptd 4 cet effet. 

Pour les besoins de la presente description, et 4 titre de simplification, 
on d^siprera aussi bien les cartes mixtes que les cartes sans contact, par la meme 

terminologie de cartes sans contact. 

On com>ait par aiUeurs des etiquettes electioniques, gin^ralement 
utilisees pour diverses operations d'identification ou de suivi. EUes sont 
composees d'une par. d'un module electronique 4 microcircuit. et d'autre part 
d'un support de ce module associe a une antenne bobinee fonctionnant a 
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frequence relativement basse (150 Khz) et de dimensions relativement grandes 
par rapport a celles du module. 

Telles qu'elles sont realisees actuellement, les etiquettes electroniques 
comportent des antennes ayant un grand nombre de tours, souvent superieur a 

5 100, et leurs dimensions rendent leur manipulation delicate, notamment au cours 
des etapes de fabrication des etiquettes mettant en oeuvre la connexion par 
soudure de Tantenne au microcircuit du module. 

De fa9on similaire, les cartes sans contact presentent egalement des 
inconvenients. Telles qu'elles sont realisees actuellement, les cartes sans contact 

10 sont des objets portables de dimensions normalisees. Une norme usuelle mais 
nuUement limitative pour la presente invention est celle dite ISO 7810 qui 
correspond a une carte de format standard de 85 mm de longueur, de 54 mm de 
largeur, et de 0,76 mm d'epaisseur. 

Chaque carte comporte un corps de carte realise par un assemblage de 

15 feuilles en matiere plastique, et noye dans cet assemblage, un module 
electronique comprenant un circuit integre ou microcircuit encore appele 
« puce », relie a I'aide de deux bomes de connexion, a une antenne du type self 
inductance (spire ou bobine). La puce comporte une memoire, et pent dans 
certains cas comporter un microprocesseur. Les dimensions du module 

20 electronique sont sensiblement inferieures aux dimensions de la carte, le module 
etant en general positionne dans Tun des coins de la carte, puisque les 
contraintes mecaniques imposees au module du fait des flexions de la carte y 
sont moins elevees qu'au centre de la carte. 

On connait une pluralite de procedes de realisation de cartes sans 
- 25 contact. Un tel procede connu est par exemple decrit dans les demandes de 
brevet fran9ais non encore publiees, de la meme demanderesse, deposees sous 
les numeros 95 400305.9, 95 400365.3, et 95 400790.2. Ces demandes de brevet 
ont en commun de decrire une carte sans contact pourvue d'une antenne 
sensiblement de la taille de la carte, connectee a un micromodule portant la puce. 
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Une telle antenne presente I'avantage d'une portee relativement elevee 
pour un champ magnetique de lecture ou d'ecriture dorme. En effet, la relation 
qui lie la force electromotrice E apparaissant aux homes de I'antenne de 
reception lorsqu'elle coupe un champ electromagnetique est du type suivant: 

5 

(1) Er = Ie.(Ke.Se.Ne).(Kr.Sr.Nr)/D3 

ou K est une constante, S designe la surface d'une spire moyenne d'antenne, N 
designe le nombre de spires qui sont enroulees pour former I'antenne, les indices 
10 e et r representant respectivement les cotes emission et reception, et D designe la 
distance de lecture, c'est-a-dire la distance entre I'antenne de la carte, et 
I'antenne du lecteur exterieur. 

Or, afin de faire fonctionner les circuits de la puce de la carte pour 
initialiser et effectuer une operation de lecture, la tension Ef doit depasser un 
15 certain seuil, qui est en general de I'ordre de 3 Volts. 

On voit done que pour une distance de lecture ou d'ecriture D donnee 
que Ton cherche a atteindre avec la carte sans contact, il faut augmenter la 
surface de la spire moyenne et/ou le nombre N de spires de I'antenne, du cote 
lecture et/ou ecriture. 

20 L'eCficacite de I'antenne sera conditionnee, a la frequence retenue pour 

la lecture ou I'ecriture, par le coefficient de surtension de la bobine d'antenne, 
qui est donne par I 'expression: 

(2) Q=Lco/R 

' 25 

ou L est r inductance de la bobine, qui augmente avec le diametre de la bobine et 
le nombre de tours, © = 27cf ou f designe la frequence de lecture, qui est figee 
pour une application donnee, et R designe la resistance electrique de la bobine 
d'antenne, qui est proportionnelle a la longueur du fil qui la constitue. 
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Les grandeurs L et R ayant des influences contraires sur Fefficacite de 
Tantenne, elles ont tendance a se compenser, de sorte que le veritable facteur 
d'efficacite de Tantenne est surtout lie a la surface totale S,N de Tantenne. 

Or pour une dimension de bobine planaire donnee, ie nombre N de 
5 spires est limite par la largeur d'une spire et par Tintervalle entre deux spires, 
qui dependent de la technologie de realisation. 

On voit done que, toutes choses etant egales par ailleurs, la tendance 
naturelle pour obtenir une bonne antenne pour carte sans contact, et qui a ete 
largement utilisee dans les documents de Tetat de la technique, consiste a utiliser 
10 sur la carte sans contact une antenne dont la taille de chaque spire se rapproche 
autant que possible de la surface de la carte. C'est pourquoi les documents de 
I'etat de la technique comportent une antenne integree dans le corps de carte, au 
voisinage de la peripheric de celui-ci. 

Mais, comme T experience de la fabrication de telles cartes sans contact 
15 I'a montre, ce choix entraine egalement un certain nombre d'inconvenients. 

En effet, la manipulation d'une antenne de cette taille en vue de son 
integration dans la carte et de son raccordement electrique au module 
electronique pose de serieux problemes techniques (conmie d' ailleurs dans le cas 
precite des etiquettes electroniques), auxquels les procedes de fabrication decrits 
20 dans les trois. demandes de brevet citees plus haut apportent certes ime 
amelioration, mais pas une solution parfaite. 

En effet, malgre les techniques utilisees, Tassemblage de la carte et de 
r antenne reste souvent complexe et couteux, puisqu'il faut raccorder le 
module electronique et la bobine d' antenne avec des moyens difficiles a 
^ 25 automatiser. Ensuite, T assemblage subit une lamination, qui est un procede 
couteux necessitant Tadjonction de resine pour pouvoir noyer la bobine et le 
module dans la carte de telle maniere qu'ils n'apparaissent pas a la surface de la 
carte et ne deforment pas les feuilles superieures et inferieures utilisees pour la 
colamination. 
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En outre, la complexite du precede ne permet pas I'obtention de 
rendements comparables a ceux obtenus lors de la fabrication des cartes a 
contact. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on integre les contraintes requises par 
certains types d'impression de la carte, et par la presence eventuelle d'une piste 

5 magnetique ou d'un embossage. En effet, pour certains types d'impression de 
la carte, ou pour la realisation d'une bande magnetique sur la carte, celle-ci 
doit presenter une planeite quasi-parfaite, avec des defauts inferieurs a 6 ^m. 

En cas d'embossage, il faut choisir des materiaux compatibles avec le 
procede de fabrication de la carte, et I'antenne doit notamment laisser libre la 

10 zone prevue pour I'embossage, faute de quoi elle serait abimee lors de 
I'embossage. 

Compte tenu de I'ensemble des inconvenients lies aux modes actuels de 
fabrication de cartes sans contact et d 'etiquettes electroniques, qui se 
traduisent principalement par un cout de fabrication eleve, les ingenieurs de la 
15 demanderesse se sont donnes pour objectif de proposer des procedes 
radicalement nouveaux de fabrication de cartes et d 'etiquettes sans contact, 
susceptible d'eviter I'ensemble des inconvenients cites. 

Plus precisement, le but de la presente invention est de proposer des 
moyens peu couteux aptes a etre utilises lors de la fabrication de cartes a puce 
20 et/ou d'etiquettes electroniques. 

Un autre but de 1' invention est de foumir des procedes respectifs de 
fabrication de cartes et d'etiquettes sans contact, de faible cout, permettant une 
fabrication fiable et de qualite a I'aide de machines automatisees. 

Un autre but de 1' invention est de proposer un procede de fabrication 
- 25 permettant d'obtenir des cartes sans contact parfaitement planes. 

Un but supplementaire de 1' invention est de proposer un procede de 
fabrication de cartes sans contact, qui soit compatible avec toutes les etapes 
subs^quentes a I'assemblage du corps de carte et de I'antenne, et notamment 



avec I'impression offset des cartes, I'embossage de la carte, ou le depot d'une 
piste magnetique. 

A cet effet, 1' invention propose un module electronique, du type 
approprie pour la fabrication de cartes sans contact et/ou d'etiquettes 
electroniques sans contact pourvues d'une antenne, et comportant un support 
pour le microcircuit electronique qui est destine a etre connecte a une antenne de 
fa9on a permettre un fonctionnement sans contact du module, caracterise en ce 
que I'antenne est toute entiere situee sur le module electronique. 

Ainsi, r invention foumit un element de base de faibles dimensions, apte 
a etre utilise pratiquement indifferemment lors de la fabrication de cartes sans 
contact au format usuel, ou d'etiquettes electroniques de faibles dimensions. 

Selon d'autres caracteristiques avantageuses du module electronique 

selon I'invention: 

- I'antenne est constituee par une spirale de dimensions exterieures de 
I'ordre de 5 a 15 mm, de preference de I'ordre de 12 mm, dont les extremites 
sont reliees a des contacts du microcircuit electronique. 

- I'antenne est constituee par une spirale conductrice comportant entre 8 
et 50 spires, chaque spire possedant une largeur de I'ordre de 50 a 300 \xm, 
I'espacement entre deux spires contigues etant de I'ordre de 50 a 200 ^m. 

- la spirale formant I'antenne est par exemple de forme exterieure 
sensiblement circulaire, de diametre exterieur de I'ordre de 5 a 15 mm et de 
preference d'environ 12 mm. En variantes, ladite spirale est de forme exterieure 
sensiblement canee, de cote exterieur de I'ordre de 5 a 15 mm, et de preference 
d'environ 12 mm, ou de forme exterieure sensiblement ovale, presentant une 
plus grande dimension de I'ordre de 15 mm, et une plus petite dimension de 
I'ordre de 5 mm. 

- le microcircuit est dispose au centre de I'antenne et du meme cote du 
module que I'antenne, les homes de connexion de I'antenne etant reliees a des 
plots de contact correspondants respectifs du module ou du microcircuit par 
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I'intermediaire de fils conducteurs. En variante, le microcircuit est dispose du 
meme cote que Tanterme et a cheval sur les spires de celle-ci, les homes de 
connexion de I'antenne etant reliees a des plots de contact correspondants 
respectifs du module ou du microcircuit electronique par Tintermediaire de fils 

5 conducteurs, et un isolant etant interpose entre le microcircuit et au moins la 
zone sous-jacente de I'antenne. Selon une autre variante de realisation du 
module, le microcircuit electronique est dispose du cote du module ne portant 
pas Tantenne, les homes de connexion de Tantenne etant reliees a des plots de 
contact correspondants respectifs du module ou du microcircuit par 

10 I'intermediaire de fils conducteurs traversant des puits amenages dans le support 
du module au niveau desdites homes de connexion de Tantenne. 

- le module electronique comporte sur une face du support une antenne 
connectee au microcircuit, et sur T autre face du support, des plots de contacts 
apparents et egalement connectes au microcircuit, de fa^on a ohtenir une carte 

15 hyhride pouvant etre lue et ecrite par I'intermediaire des contacts et/ou de 
Tanterme. 

- un condensateur d' accord est connecte en parallele aux homes de 
Tantenne et du microcircuit electronique, et sa valeur est choisie pour ohtenir 
une fi-equence de fonctionnement du module situee dans une plage de Tordre de 

20 1 Mhz a 450 Mhz. En particulier, le condensateur d'accord a une valeur de 
I'ordre de 12 a 180 picoFarad, et la frequence de fonctionnement du module est 
d'environ 13,56 Mhz. En variante, le condensateur d'accord a une valeur de 
Tordre de 30 a 50O picoFarad, et la frequence de fonctionnement du module est 
d'environ 8,2 Mhz. Ce condensateur d'accord est ohtenu par depot de silicium 

25 oxyde sur la surface du microcircuit, prealahlement revetu d'un isolant. 

L' invention conceme egalement une carte sans contact et une etiquette 
electronique comportant un module electronique de faihles dimensions a antenne 
integree, notamment du type decrit ci-dessus, ainsi que des procedes de 
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fabrication respectifs d'une carte sans contact et d'une etiquette electronique de 
ce type. 

Pour fabriquer une carte sans contact selon rinvention, il sufFit de: 

- decouper a partir d'un support de modules electroniques, un module 
sans contact pourvu d'une antenne et d'un microcircuit; 

- amener ledit module en face d'une ouverture ayant sensiblement les 
dimensions du module, amenagee dans un corps de carte; 

- fixer ledit module dans I'ouverture du corps de carte. 

Pour fabriquer une etiquette electronique selon Tinvention, il sufTit de; 

- decouper a partir d'un support de modules electroniques, un module 
sans contact pourvu d'une antenne et d'un microcircuit; 

- integrer le module electronique ainsi decoupe a im support de 
protection. 

Altemativement et de maniere encore plus simple, I'invention prevoit 
d'utiliser pour la fabrication d'etiquettes electroniques, les chaines de fabrication 
de cartes sans contact. A cet effet, il suffit de decouper un module electronique a 
partir d'une carte sans contact telle que decrite ci-dessus, de telle maniere a 
laisser subsister autour du module electronique un peu de matiere du corps de 
carte, a des fms de protection du module. 

L'invention sera mieux comprise en se referant a la description suivante 
faite a titre d'exemple non limitatif et aux dessins ci-annexes, dans lesquels: 

- la figure 1 represente une carte sans contact selon Tetat de la 
technique; 

- la figure 2 represente une carte sans contact selon T invention; 

- la figure 3 represente une bande utilisee pour la fabrication en continu 
de modules electroniques selon I'invention, destines a des cartes sans contact ou 
a des etiquettes electroniques selon I'invention, ainsi qu'une carte destinee a 
recevoir le module; 
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- les figures 4A a 4G representent plusieurs variantes de realisation d'un 
module electronique selon Tinvention, apte ou destine a etre incorpore dans le 
corps d'une carte sans contact ou dans une etiquette electronique; 

- les figures 5A a 5D representent en vue en coupe plusieurs variantes 
5 de realisation d'un module electronique pourvu d'une antenne, selon I'invention; 

- la figure 6 represente en coupe un module pour carte hybride a contact 
et sans contact. 

Des elements similaires sont designes par les memes numeros de 
reference dans 1' ensemble des figures. 
10 On se refere a la figure 1 montrant de facon schematique et en plan 

une carte sans contact 1 selon I'etat de la technique. Comme on le voit, une 
antenne 2 sous la forme d'une bobine de grande dimension, legerement 
inferieure a la dimension de la carte, est integree dans le corps de carte 3, et 
deux extremites de la bobine d'antenne 2 sont connectees a des contacts 
15 d' alimentation 4,5 d'un module electronique 6 portant un microcircuit integre 
7 encore appele une puce. 

La bobine est representee a Techelle, sauf en ce-qui conceme le 
nombre de spires, seules quatre spires ayant ete representees. Pour assembler 
une telle bobine 2 avec le corps de carte 3, il est necessaire d'effectuer des 
20 operations de laminage ou d'injection complexes et couteuses, avec les 
inconvenients menfionnes precedemment. Une telle antenne permet de lire les 
informations de la carte, a partir d'une distance de 70 mm, pour une firequence 
utilisee de quelques Mhz. 

A la difference de la carte de la figure 1, le principe general sous- 
. 25 jacent a Tinvention consiste a eliminer les antennes de grande taille 
actuellement utilisees pour les cartes sans contact, afin de supprimer les 
I inconvenients mentionnes plus haut. L'invention cherche egalement a utiliser, 

I pour atteindre les objectifs de fiabilite et de faible cout de fabrication vises, 

i 

; certains principes et les chaines de fabrication utilises lors de la fabrication de 

! 

i 
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cartes a contact, cette fabrication etant maintenant bien maitrisee et peraiettant 
d'obtenir des couts de fabrication faibles. 

La solution proposee est representee de fagon schematique sur la carte 
1 de la figure 2. Elle consiste a utiliser un module 6 de carte a puce combinant 
5 sur un meme support de faibles dimensions, les fonctions electroniques des 
modules classiques a puce, et la fonction d'antenne d'emission/reception pour 
la transmission sans contact d' informations entre la carte et un dispositif de 
lecture/ecriture exterieur (non represente). 

Le module 6 presente des dimensions compatibles avec les procedes 
10 de realisation connus et utilises pour fabriquer les cartes a contact, a la fois 
dans le sens de Tepaisseur et en plan, dans le sens de la longueur et de la 
largeur du module. 

Bien entendu, pour qu'un module pourvu d'une antenne soit 
realisable, ii faut que, a I'inverse des enseignements de I'etat de la technique, 
15 I'antenne soit obtenue avec des dimensions compatibles avec celles du 
module, tout en conservant un nombre de spires assurant la possibilite d'une 
transmission electromagnetique a une distance suffisante, de Tordre de 
quelques centimetres. A cet effet, I'antenne est realisee sous la foraie d'une 
spirale formee d'un ensemble de spires situees dans le meme plan, presentant 
20 la forme d'un enroulement sensiblement spiral. Afm de s'adapter au mieux a la 
forme du module et a la surface disponible, I'antenne peut avoir une spire 
exterieure de forme sensiblement carree, rectangulaire, circulaire ou ovale, ou 
toute autre forme appropriee. Les deux extremites de I'anterme sont connectees 
a des bomes d'alimentation d'un circuit integre, notamment une memoire et/ou 
...25 un microprocesseur, situe(e) egalement sur le module, comme schematise en 7 
sur la figure 2, mais represente plus en detail dans les figures 4 a 6. 

On se refere a la figure 3 illustrant la separation d'un module 
electronique 6 selon Tinvention, a partir d'une bande 8 comportant une 
pluralite de modules 6 disposes par exemple selon deux rangees. La 
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fabrication de modules electroniques classiques sur de telles bandes est bien 
connue en elle-meme dans le domaine de la fabrication de cartes a contact, et 
ne sera de ce fait pas decrite davantage. 

Un module 6 selon T invention, par exemple du type comportant un 
5 circuit integre 7 « a cheval » sur les spires d'une antenne 2 en forme de spirale 
carree, est detache de la bande 8 par un procede de decoupe, par exemple une 
decoupe mecanique. Le module decoupe est preleve par des moyens 
automatiques non representes mais connus, et amene, de preference a I'envers 
(circuit integre et antenne toumes vers le fond de I'ouverture du corps de carte) 
10 en face d'une ouverture borgne 9 amenagee dans le corps de carte 3 d'une 
carte a puce 1 sans contact. La fixation du module 6 dans I'ouverture 9 prevue 
est faite par collage, soudure, ou tout autre moyen approprie. 

II en resulte une carte sans contact conforrae a I'invention, pourvue 
d'une antenne 2 localisee au niveau du module electronique 6, et dont la 
15 fabrication se reduit principalement aux etapes qui viennent d'etres decrites, 
suivies bien entendu le cas echeant d'etapes d'impression et de 
personnalisation classiques. 

Les figures 4A a 4G representent de maniere plus detaillee plusieurs 
variantes de modules destines a etre encartes pour fabriquer des cartes sans 
20 contact, ou encore integres dans un support de forme differente de la carte, par 
exemple pour fabriquer des etiquettes electroniques. 

Un module 6 est compose d'un substrat de support 10 traditionnel (en 
film de mylar, epoxy ou capton ) sur lequel est reporte un motif d'antenne 2, 
qui peut etre realise de plusieurs manieres, comme explique plus loin. Le 
25 substrat de support 10 et I'antenne 2 sont assembles de maniere precise, en 
utilisant les moyens d'entrainement et de positicnnement connus du substrat. 

L' antenne 2 est par exemple realisee par emboutissage a partir d'une 
feuille en cuivre, par gravure photochimique, ou par depot de matiere sur un 
film flexible formant substrat. Le choix du support approprie a des 
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consequences sur I'epaisseur du module, et depend principalement de 
Tutilisation visee pour le module. Ce choix est entierement a la portee de 
rhomme de metier. 

Dans une variante proposee pour le module electronique 6, Tantenne 2 
5 est realisee directement sur le module et est constituee par une piste de cuivre 
de Tordre de 15 ^im a 70 {im d'epaisseur, realisee en spirale, avec une distance 
entre spires de meme grandeur. Les extremites 11,12 de cette spirale sont de 
preference elargies de fa9on a constituer des plots de contact pour la liaison 
avec le microcircuit 7. 
10 Plusieurs variantes de positionnement respectif du microcircuit et de 

Tantenne sont prevus. Dans un premier mode de realisation pratique et peu 
encombrant du module 6 (figure 4A), la puce 7 est collee au centre de 
Tantenne 2. En figure 4B, on a egalement represente des fils conducteurs de 
liaison 13,14 pour relier une borne respective de la puce 7 a une extremite 
15 respective correspondante 1 1,12 de I'antenne. Pour ce faire, il est necessaire de 
passer un fil 15 au-dessus des pistes de Tantenne. A cet effet, un isolant 16 est 
au prealable depose, notamment par serigraphie, entre la zone correspondante 
des pistes, et le fil de liaison 15. 

Dans un autre mode de realisation du module 6 (figure 4C), Tantenne 
20 2 occupe tout un cote du module et est depourvue d'espace libre en son centre, 
Dans ce cas, T invention prevoit de coller le microcircuit 7 soit sur la face du 
module depourvue d'antenne, soit sur la meme face que Tantenne (figure 4D), 
apres interposition d'un isolant (partie sombre 16) entre Tantenne 2 et le 
microcircuit 7. 

25 En figure 4E est representee une variante de module electronique 6, 

dans laquelle I'antenne 2 a la forme d'une spirale circulaire, le microcircuit 7 
etant positionne au-dessus des spires, avec interposition d'un isolant 16. Cette 
configuration permet de minimiser la longueur des fils de connexion entre 
I'antenne et le microcircuit. 
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En figure 4F est representee une variante supplementaire du module 6 
selon 1 'invention, particulierement adaptee dans les cas ou un module oblong 
ou rectangulaire est necessaire. Dans ce cas, I'antenne 2 a une forme de spiraie 
sensiblement oblongue, le microcircuit 7 est de preference positionne au centre 

5 de I'antenne, et des connexions entre les bomes du microcircuit et les plots de 
la bobine sont realises comme decrit en liaison avec la figure 4B. 

II est a noter que la connexion entre les plots de la puce et les bomes 
de contact de I'antenne peut etre realisee en utilisant une technique 
conventiormelle de connexion de fils conducteurs, comme par exemple la 

10 liaison dite par « bonding » consistant en des fils conducteurs soudes entre un 
plot du microcircuit et une borne respective de I'antenne, ou encore en utilisant 
la technique dite de « flip-chip » consistant a reporter le microcircuit sur le 
substrat de module 10, en ayant la face portant I'antenne et le microcircuit 
coUee sur le substrat. La protection par resine des contacts est ensuite effectuee 

15 en utilisant les precedes traditionnels de realisation des cartes a puce a 
contacts. 

La figure 4G represente en vue plus detaillee un module electronique 6 
selon I'invention, sur lequel un condensateur d'accord 17 a ete realise a cheval 
sur les spires d'antenne, par depot au-dessus d'une couche d'isolant 16 (partie 
20 grisee). Afin de connecter le condensateur en parallele entre les bomes 11,12 
de I'antenne 2 et les plots 13,14 du microcircuit, une bome 18 du 
condensateur 17 est reliee a la bome 12 et au plot 14, et I'autre bome 19 du 
condensateur 17 est reliee a la bome 11 et au plot 13, par I'intermediaire de 
plots intermediaires 20,21 relies par une connexion intermediaire 22 situee 
- 25 entre les plots intermediaires 20,21 et realisee au-dessus de la couche isolante 
16, de fa9on a ne pas court-circuiter les spires de I'antenne. 

Bien entendu, d'autres dispositions du condensateur d'accord 17 sont 
possibles. II sera en particulier possible de I'integrer sur le microcircuit 7 lui- 
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meme, au stade de conception de celui-ci, ce qui economisera des etapes de 
fabrication du module 6. 

La vaieur du condensateur d'accord 17 est choisie pour obtenir une 
frequence de fonctionnement de i'antenne 2 situee dans une plage de Tordre de 

5 1 Mhz a 450 Mhz. Dans un exemple de realisation permettant d'obtenir une 
frequence de fonctionnement usuelle d'environ 13,56 Mhz, le condensateur 
d'accord 17 a une vaieur de Tordre de 12 a 180 picoFarad. Dans une autre 
variante permettant un fonctionnement a 8,2 Mhz, le condensateur d'accord a 
une vaieur de Tordre de 30 a 500 picoFarad. 

10 Les figures 5 et 6 montrent divers modes de realisation du module 6, 

represents en coupe. En figure 5, on a utilise comme antenne une grille 
metallique decoupee puis collee sur un substrat. Le decoupage mecanique d'une 
antenne spiralee convient pour des largeurs de pistes pas trop fines, de I'ordre de 
300 Jim au minimum a Theure actuelle. 

15 En figure 5 A, le microcircuit 7 et Tantenne 2 sont situes sur les deux 

faces opposees du support 10 du module, les bomes de contact 1 1,12 de 
Tantenne 2 etant connectes a des plots du microcircuit (non representes) par 
rintermediaire de fils de connexion 15 amenes a travers des puits 23 realises 
dans le support 10. 

20 En figure 5B, le microcircuit 7 est du meme cote que T antenne 2, et 

dispose au-dessus de ses spires avec interposition d'un isolant 16. En figure 5C, 
le microcircuit 7 est dispose dans une cavite 25 amenagee a cet effet dans le 
support 10 du module, ce qui permet de diminuer Tepaisseur de Tensemble du 
module 6. En figure 5D, le microcircuit 7 est simpleraent coUe au centre de 
- 25 I'antenne 2, comme montre egalement en figures 4A,4B. 

II est a noter que pour reduire encore Tepaisseur du module 6, il est 
possible d'utiliser pour I'antenne 2 une grille gravee dans ou deposee sur un 
support 10 approprie, au lieu d'une grille metallique decoupee. 
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On se refere maintenant a la figure 6, dans laquelle a 6te representee en 
coupe et en vue de dessus une autre forme de realisation du module electronique 
6, afin d'obtenir un module hybride a contact et sans contact, particulierement 
adapte a la fabrication de cartes hybrides. Dans ce module, le microcircuit 7 et 
I'antenne sont disposes sur une premiere face du support 10 du module, comme 
deja decrit en liaison avec la figure 5. En outre, des contacts 26 usuels identiques 
aux contacts des cartes a contact sont connectes a des plots correspondants du 
microcircuit par des fils conducteurs 27. Le microcircuit dialoguera avec 
I'exterieur en utilisant les contacts 26 ou I'antenne 2, en fonction du signal 
exterieur appliqu6. L'ensemble des composants utiles pour le fonctionnement de 
la carte hybride, y compris I'antenne 2, est done dispose sur un module hybride 
6 de faibles dimensions, apte a etre encarte, c'est-a-dire incorpore dans un corps 
de carte. 

De fa9on avantageuse, deux modules 6 de I'un des types d^crits plus 
haut pourront etre realises cote a cote dans la largeur d'un film 10 standard 
(soit 35 mm), mais d'autres arrangements des modules 6 sur une bande de 
support 8 sont compris dans le cadre de I'invention. Chaque module 6 pourra 
etre ensuite reporte sur un corps de carte 3 au format ISO standard en utilisant 
- le procede traditionnel de report des modules dans les corps de cartes, tel 
qu'utilise pour la fabrication de cartes a contacts. 

Altemativement, les modules 6 peuvent 6tre utilises pour la fabrication 
d'etiquettes electroniques, du type de celles utilisees pour 1' identification 
d'objets. Si necessaire, apres leur decoupe a partir de la bande de support 8, les 
modules 6 seront proteges par un revetement protecteur en resine ou tout auUre 
materiau approprie, ce qui permettra d'obtenir a faible cout des etiquettes de 
petites dimensions. Bien entendu, les modules peuvent egalement etre integres 
a ou fixes sur des supports differents ou plus volumineux (cles, emballages, 
etc.), en fonction de r application visee. 
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En variante interessante, afin de profiter des economies d'echelle et des 
lignes de fabrication de cartes sans contact tout en utilisant des modules 6 selon 
r invention, il est egalement possible de fabriquer des etiquettes electroniques 
selon un procede comprenant uniquement Tetape consistant a decouper un 
5 module electronique 6 tel que decrit plus haut, a partir d'une carte sans contact 1 
incorporant un tel module, de telle maniere a laisser subsister autour du module 
electronique 6 un peu de matiere du corps de carte, a des fins de protection du 
module 6. Ainsi, on obtient a partir de la carte sans contact selon Tinvention, des 
etiquettes electroniques presentant Tepaisseur d'une carte, mais de dimensions 
1 0 en plan beaucoup plus faibles. 

En ce qui conceme les performances des modules, cartes et etiquettes 
selon rinvention, les resultats theoriques et pratiques montrent que Ton obtient 
sur le module 6 une antenne performante pouvant fonctionner dans la gamme 
de frequences de 1 a 450 Mhz. Contrairement a ce que Ton pourrait penser, la 
15 position du microcircuit 7 par rapport a Tantenne 2, notamment a cheval sur 
les pistes de I'antenne, a tres peu d'influence sur les performances du module 
en emission ou en reception. 

Pour obtenir les performances de liaison recherchees pour une 
application donnee, il sufFit d'utiliser une frequence de modulation 
20 suffisamment elevee (13,56 Mhz par exemple) pour obtenir des performances 
acceptables eri distance de lecture/ecriture. 

Si Ton considere par exemple la frequence de 13,56 Mhz couramment 
utilisee dans les applications telebilletiques, les performances obtenues sont 
tout a fait remarquables. Une puce 7 montee par ce procede permet d'obtenir 
^ 25 actuellement avec Tantenne 2 associee, une distance de fonctionnement de 
I'ordre de 35 mm la ou la meme puce montee avec une bobine classique aux 
dimensions d'une carte permet d'atteindre environ 70 a 75 mm. Cette 
difference n'est pas critique dans la plupart des applications sans contact 
visees a I'heure actuelle. De plus, ces performances pourront etre sensiblement 
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ameliorees en travaillant au niveau des circuits d'eraission et de recuperation 
d'energie electromagnetique du module et des lecteurs extemes. 

Selon un exemple de realisation pratique, les dimensions du module 
utilise sont de I'ordre de 12 mm x 12 mm, mais on peut envisager des formats 
oblongs legerement plus grands pour augmenter les performances, ou encore 
une optimisation de I'antenne du lecteur ou de la puce elle-meme en ce qui 
conceme sa consommation, pour ameliorer les performances et atteindre celles 
d'une antenne de plus grande taille . 

Grace au concept de Tinvention, en cas d'utilisation du module 6 pour 
fabriquer des cartes, I'integrite du corps de carte est conservee pendant tout le 
processus de fabrication. Le corps de carte peut done aisement etre utilise de 
maniere traditionnelle pour recevoir une piste magnetique. De plus, il pourra 
etre imprime par tous les procedes existants sans contraintes particulieres, 
autres que celles connues pour la fabrication d'une carte a contact classique. 
De meme, le choix du materiau du corps de carte est tout a fait libre: il 
permettra done de s'adapter aux besoins requis par les diverses applications 
envisagees. 

En consequence, T invention permet de resoudre d'un trait tous les 
inconvenients precites lies a la fabrication de modules sans contact pour cartes 
sans contact: celui du cout, de I'encombrement, de Timpression, de la 
compatibilite avec Tembossage ou la realisation d'une piste magnetique. Les 
faibles dimensions de I'antenne induisent des avantages comparables en cas de 
fabrication d'etiquettes electroniques qui ne sont pas tributaires d'un corps de 
carte. 

L'interet economique de I'invention est incontestable: elle permet de 
realiser sur les memes chaines de fabrication, des modules electroniques a 
antenne integree, des etiquettes electroniques et des cartes sans contact, a une 
fraction du cout actuel constate dans les procedes utilises pour la production de 
cartes ou d'etiquettes sans contact, et ceci a toutes les etapes de fabrication. 
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D'autres avantages annexes lies au module, a Tetiquette electronique 
et a la carte sans contact selon 1' invention et a leurs precedes de fabrication 
resident dans le fait qu'il n'y a pas de manipulation d'antenne, ni de soudure a 
retain de la bobine d'antenne, de positionnement precis de la bobine, ou 
d'impression avant encartage. 
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leuiHe avant rectification 



REVENDICATIONS 

1. Module electronique (6), du type approprie pour la fabrication de 
cartes (I) sans contact et/ou d'etiquettes electroniques sans contact, et 
comportant un support (10) pour un microcircuit electronique (7) qui est destine 
a etre connecte a une antenne (2) de fafon a permettre un fonctionnement sans 
contact du module (6), caracterise en ce que T antenne (2) est toute entiere 
disposee sur le module electronique (6). 

2. Module electronique (6) selon la revendication 1, caracterise en ce 
que Tantenne (2) est constitute par une spirale de dimensions exterieures de 
Tordre de 5 a 15 mm, de preference de I'ordre de 12 mm, dont les extremites 
(1 1,12) sont reliees a des plots de contact (13,14) du microcircuit electronique 
(7). 

3. Module electronique (6) selon la revendication 2, caracterisee en ce 
que Tantenne (2) est constituee par une spirale conductrice comportant entre 8 et 
50 spires, chaque spire possedant une largeur de Tordre de 50 a 300 |im, 
I'espacement entre deux spires contigues etant de Tordre de 50 a 200 |:xm. 

4. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce 
que ladite spirale est de forme exterieure sensiblement circulaire, de diametre 
exterieur de Tordre de 5 a 15 mm et de preference d' environ 12 nun. 

5. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce 
que ladite spirale est de forme exterieure sensiblement carree, de cote exterieur 
de Tordre de 5 a 15 mm, et de preference d'environ 12 mm , 

6. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce 
que ladite spirale est de forme exterieure sensiblement ovale, presentant une plus 
grande dimension de I'ordre de 15 mm, et une plus petite dimension de Tordre 
de 5 mm. 
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7. Module electronique (6) selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le microcircuit (7) est dispose au centre de 
I'antenne (2) et du meme cote du module (6) que I'antenne, les homes de 
connexion (1 1,12) de I'antenne etant reliees a des plots de contact (13,14) 

5 correspondants respectifs du module (6) ou du microcircuit (7) par 
I'intermediaire de fills conducteurs (15). 

8. Module electronique (6) selon I'une quelconque des revendications 1 
a 6, caracterise en ce que le microcircuit (7) est dispose du meme cote que 
I'antenne (2) et a cheval sur les spires de celle-ci, les bomes de connexion 

10 (1 1,12) de I'antenne etant reliees a des plots de contact (13,14) correspondants 
respectifs du module (6) ou du microcircuit electronique (7) par I'intermediaire 
de fils conducteurs (15)^ et un isolant (16) etant interpose entre le microcircuit 
(7) et au moins la zone de I'antenne sous le microcircuit. 

9. Module electronique (6) selon I'une quelconque des revendications 1 
15 a 6, caracterise en ce que le microcircuit electronique (7) est dispose du cote du 

module (6) depourvu d'antenne, les bomes de connexion (11,12) de I'antenne 
etant reliees a des plots de contact (13,14) correspondants respectife du module 
(6) ou du microcircuit (7) par I'intermediaire de fils conducteurs (15) traversant 
des puits (23) amenages dans le support (10) du module au niveau desdites 
20 • bomes de connexion (11,12) de I'antenne. 

10. Module electronique (6) selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'un condensateur d'aecord (17) est connecte en 
parallele aux bomes (11,12) de I'antenne aux plots de contact (13,14) du 
microcircuit electronique (7), la valeur du condensateur (17) etant choisie pour 

25 obtenir une frequence de fonctionnement du module (6) situee dans une plage de 
I'ordre de 1 Mhz a 450 Mhz. 

1 1 . Module electronique (6) selon la revendication 10, caracterise en ce 
que le condensateur d'aecord (17) a une valeur de I'ordre de 12 a 180 picofarad, 
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et en ce que la frequence de fonctionnement du module est d'environ 13,56 
Mhz. 

12. Module electronique (6) selon la revendication 10, caracterisee en ce 
que le condensateur d'accord (17) a une valeur de Fordre de 30 a 500 picoFarad, 

5 et en ce que la frequence de fonctionnement du module est d'environ 8,2 Mhz. 

13. Module electronique (6) selon I'une quelconque des revendications 
10 a 12, caracterisee en ce que le condensateur d'accord (17) est obtenu par 
depot de silicium oxyde sur la surface du microcircuit (7), prealablement revetu 
d'un isolant(16). 

10 14. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce qu'il comporte sur une face du support ( 10) une 
antenne (2) connectee au microcircuit (7), et sur Tautre face du support (10), des 
contacts (26) apparents et egalement connectes au microcircuit (7), de fa^on a 
obtenir une carte hybride pouvant etre lue et ecrite par Tintermediaire des 

15 contacts (26) et/ou del' antenne (2). 

15. Procede de fabrication d'un module electronique (6) selon Tune 
quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comporte des 
etapes consistant a: 

- realiser sur un support (10) une antenne (2) de faibles dimensions, 
20 pourvue de homes de connexion (11,12); 

- fixer sur ledit support (10) ou ladite antenne (2), un microcircuit (7) 
pourvu de plots de contact (13,14); 

- realiser la connexion electrique entre des bomes de connexion (11,12) 
de I'antenne (2) et des plots de contact (13,14) correspondants du microcircuit. 

25 16. Carte (1) sans contact, comportant un corps de carte (3), un module 

electronique (6) portant un microcircuit integre (7) et apte a etre incorpore dans 
le corps de carte (3), et une antenne (2), caracterisee en ce que ladite antenne (2) 
est de dimensions sensiblement inferieures aux dimensions de la carte (1), et en 
ce que Tantenne est disposee integralement sur le module electronique (6). 
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17. Garte (1) sans contact selon la revendication 16, caracterisee en ce 
qu'elle est pourvue d'un module electronique (6) selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 14. 

1 8. Precede de fabrication d'une carte (1) sans contact selon la 
revendication 16 ou la revendication 17, caracterise en ce qu'il comporte les 
etapes consistant a: 

- decouper a partir d'un support (8) de modules electroniques, un 
module sans contact (6) pourvu d'une antenne (2) et d'un microcircuit (7); 

- amener ledit module (6) en face d'une ouverture (9) ayant 
sensiblement les dimensions du module, amenagee dans un corps de carte (3); 

- fixer ledit module dans I'ouverture du corps de carte. 

19. Etiquette electronique, notamment destinee a I'identification 
d'objets, caracterisee en ce qu'elle comporte un module electronique (6) de 
faibles dimensions, la plus grande dimension etant de I'ordre de 5 a 15 mm, et 
un microcircuit electronique (7), caracterisee en ce qu'elle comporte une antenne 
(2) egalement de faibles dimensions, disposee sur ledit module electronique. 

20. Etiquette electronique selon la revendication 19, caracterisee en ce 
qu'elle est pourvue d'un module electronique (6) selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 13. 

21 . Etiquette electronique selon la revendication 19 ou la revendication 
20, caracterisee en ce que le module electronique (6) pourvu de son microcircuit 
(7) et de son antenne (2) est fixe sur ou integre a un support, de sorte que 
I'etiquette peut etre rendue solidaire d'un objet a identifier. 

22. Procede de fabrication d'une etiquette electronique selon I'une 
quelconque des revendications 18 a 20, caracterise en en qu'il comporte les 
etapes consistant a: 

- decouper a partir d'un support (8) de modules electroniques (6), un 
module sans contact (6) pourvu d'une antenne (2) et d'un microcircuit (7); 



- integrer le module electronique (6) ainsi decoupe a un support de 
protection. 

23. Procede de fabrication d'une etiquette electronique selon Tune 
quelconque des revendications 18 a 20, caracterise en en qu'il comporte 
uniquement I'etape consistant a decouper un module electronique (6) selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 14, a partir d'une carte (1) sans contact, de 
telle maniere a laisser subsister autour du module electronique (6) un peu de 
matiere du corps de carte (3), a des fins de protection du module. 
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REVENDICATIONS 



1. Module electronique (6), du type approprie pour la fabrication de cartes 
5 (1) sans contact et/ou d'etiquettes electroniques sans contact, et comportant un 
support (10) pour un microcircuit electronique (7) qui est destine a etre connecte a 
une antemie (2) de fafon a permettre un fonctionnement sans contact du module 
(6), caracterise en ce que Tantenne (2) est toute entiere disposee sur le module 
electronique (6). 

10 2. Module electronique (6) selon la revendication 1, caracterise en ce que 

Tantenne (2) est constituee par une spirale de dimensions exterieures de Tordre 
de 5 a 15 mm, de preference de Tordre de 12 mm, dont les extremites (1 1,12) sont 
reliees a des plots de contact (13, 14) du microcircuit electronique (7). 

3. Module electronique (6) selon la revendication 2, caracterisee en ce 
15 que Tantenne (2) est constituee par une spirale conductdce comportant entre 8 et 

50 spires, chaque spire possedant une largeur de Tordre de 50 a 300 pm, 
Tespacement entre deux spires contigues etant de Tordre de 50 a 200 fom. 

4. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce que 
ladite spirale est de forme exterieure sensiblement circulaire, de diametre exterieur 

20 de Tordre de 5 a 15 mm et de preference d'environ 12 mm. 

5. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce que 
ladite spirale est de forme exterieure sensiblement carree, de cote exterieur de 
rordre de 5 a 15 mm, et de preference d'environ 12 mm . 

6. Module electronique (6) selon la revendication 3, caracterise en ce que 
- 25 ladite spirale est de forme exterieure sensiblement ovale, presentant une plus 

grande dimension de Tordre de 15 mm, et ime plus petite dimension de Tordre de 
5 mm. 

7. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le microcircuit (7) est dispose au centre de 



20 

rantenne (2) et du meme cote du module (6) que Tantenne, les homes de 
comiexion (1 1, 12) de Tanteraie etant reliees a des plots de contact (13,14) 
correspondants respectifs du module (6) ou du microcircuit (7) par Finteraiediaire 
de fils conducteurs (15). 

5 8. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 1 a 

6, caracterise en ce que le microcircuit (7) est dispose du meme cote que 
I'antenne (2) et a cheval sur les spires de celle-ci, les homes de connexion (11,12) 
de I'antenne etant reliees a des plots de contact (13,14) correspondants respectifs 
du modtile (6) ou du microcircuit electronique (7) par Tintermediaire de fils 

10 conducteurs (15), et un isolant (16) etant interpose entre le microcircuit (7) et au 
moins la zone de Tantenne sous le microcircuit. 

9. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 1 a 
6, caracterise en ce que le microcircuit electronique (7) est dispose du cote du 
module (6) depourvu d'antenne, les homes de connexion (11,12) de Tantenne 

15 etant reliees a des plots de contact (13,14) correspondants respectifs du module 
(6) ou du microcircuit (7) par Tintermediaire de fils conducteurs (15) traversant 
des puits (23) amenages dans le support (10) du module au niveau desdites homes 
de connexion (1 1, 12) de I'antenne. 

10. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 
20 precedentes, caracterise en ce qu'un condensateur d'accord (17) est connecte en 

parallele aux homes (1 1,12) de Tantenne aux plots de contact (13,14) du 
microcircuit electronique (7), la valeur du condensateur (17) etant choisie pour 
obtenir une jfrequence de fonctionnement du module (6) situee dans une plage de 
I'ordre de 1 Mhz a 450 Mhz. 
25 11. Module electronique (6) selon la revendication 10, caracterise en ce 

que le condensateur d'accord (17) a une valeur de Tordre de 12 a 180 picofarad, 
et en ce que la firequence de fonctioimement du module est d'environ 13,56 Mhz. 
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12. Module electronique (6) selon la revendication 10, caracteiisee en ce 
que le condensateur d'accord (17) a une valeur de I'ordre de 30 a 500 picoFarad, 
et en ce que la frequence de fonctioraiement du module est d'environ 8,2 Mhz. 

13. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 10 
a 12, caracterisee en ce que le condensateur d'accord (17) est obtenu par depot de 
silicium oxyde sur la surface du microcircuit (7), prealablement revetu d'un 
isolant(16). 

14. Module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'il comporte sur une face du support (10) une 
antenne (2) connectee au microcircuit (7), et sur Tautre face du support (10), des 
contacts (26) apparents et egalement connectes au microcircuit (7), de fa9on a 
obtenir une carte hybride pouvant etre lue et ecrite par rintermediaire des contacts 
(26) et/ou de I'antenne (2). 

15. Procede de fabrication d'un module electronique (6) selon I'me 
quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comporte des 
etapes consistant a: 

- realiser sur un support (10) une antenne (2) de faibles dimensions, 
poiirvue de bomes de connexion (11,12); 

- fixer sur ledit support (10) ou ladite antenne (2), un microcircuit (7) 
pourvu de plots de contact (13, 14); 

- realiser la connexion electrique entre des bomes de connexion (1 1, 12) 
de Tantenne (2) et des plots de contact (13,14) correspondants du microcircuit 

16. Carte (1) sans contact, comportant un corps de carte (3), un module 
electronique (6) portant un microcircuit integre (7) et apte a etre incorpore dans le 
corps de carte (3), et une antenne (2), caracterisee en ce que ladite antenne (2) est 
de dimensions sensiblement inferieures aux dimensions de la carte (1), et en ce 
que Tanteraie est disposee integralement sur le module electronique (6). 

17. Carte (1) sans contact, caracterisee en ce qu'elle estpourvue d'un 
module electronique (6) selon I'une quelconque des revendications 1 a 14. 



18. Procede de fabrication d'une carte (1) sans contact selon la 
revendication 16 ou la revendication 17, caracterise en ce qu'il comporte les 
etapes consistent a: 

- decouper a partir d'un support (8) de modules electroniques, un module 
5 sans contact (6) pourvu d'une antenne (2) et d'un microcircuit (7); 

- amener ledit module (6) en face d'une ouverture (9) ayant sensiblement 
les dimensions du module, amenagee dans un corps de carte (3); 

- fixer ledit module dans I'ouverture du corps de carte. 

19. Etiquette electronique, notamment destinee a Tidentification d'objets, 
10 caracterisee en ce qu'elle comporte un module electronique (6) de faibles 

dimensions dont la plus grande dimension est de Tordre de 5 a 15 nun, ledit 
module electronique (6) comportant un microcircuit electronique (7) et une 
anteime (2), egalement de faibles dimensions et disposee sur ledit module 
electronique. 

15 20. Etiquette electronique, caracterisee en ce qu'elle est pourvue d'un 

module electronique (6) selon Tune quelconque des revendications 1 a 13, 

2 1 . Etiquette electronique selon la revendication 19 ou la revendication 
20, caracterisee en ce que le module electronique (6) pourvu de son microcircuit 
(7) et de son antenne (2) est fixe sur ou integre a un support, de sorte que 

20 r etiquette peut etre rendue solidaire d'un objet a identifier. 

22. Procede de fabrication d'une etiquette electronique selon Tune 
quelconque des revendications 19 a 21, caracterise en en qu'il comporte les etapes 
consistent a: 

- decouper a partir d'un support (8) de modules electroniques (6), im 
25 module sans contact (6) pourvu d'une antenne (2) et d'un microcircuit (7); 

- integrer le module electronique (6) ainsi decoupe a un support de 
protection. 

23. Procede de fabrication d'une etiquette electronique, caracterise en en 
qu'il comporte uniquement I'etape consistant a decouper un module electronique 
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(6) selon Tune quelconque des revendications 1 a 14, a partir d'une carte (1) sans 
contact, de telle maniere a laisser subsister autour du module electronique (6) im 
peu de matiere du corps de carte (3), a des fins de protection du module. 
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